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二、说明、目录、图表目录

2012年全球半导体增长乏力，销售额仅同比微增0.4%。但随着智能手机、平板电脑、汽车电

子等领域对半导体的需求持续扩大，2013年全球半导体市场景气状况将趋于好转。2012年第

一季度，全球半导体营业收入比2011年第四季度温和下降3.6%，符合正常的季节模式。但第

二季度营业收入仅比第一季度增长3.0%左右，从历史平均水平来看，非常疲软；第三季度，

主要芯片供应商的营业收入环比增幅仅略高于6.0%。而2012年全球半导体销售额为3010亿美

元，较2011年同比微增0.4%。得益于智能手机、平板电脑、汽车电子等领域对半导体需求的

持续增长，2013年及以后一段时间，全球半导体市场景气状况将趋于好转。消费电子产品与

互联网和移动互联网的紧密结合，导致手机、平板电脑、智能电视等网络接入终端产品的应

用面持续扩大，随着各种电子整机产品的市场需求量大增，芯片的出货量会持续上升，半导

体产业前景将十分诱人。预计2013年与2014年全球销售额可分别达到3220亿美元与3370亿美元

，增长率分别为7.2%与4.4%。中国PC、手机及数字消费电子等整机产品的制造向地区转移，

带动了上游芯片市场需求的增加。其中，PC首次成为中国大陆半导体市场最大的应用领域，

对高阶芯片的需求量也大幅增长。当前半导体产业的应用热点已从最初的计算机、通信扩展

至消费类电子、新能源、汽车电子等领域。随着产业发展的变革，半导体行业已从单一垂直

化生产向现在的扁平化结构转变，国际分工日益明显。在日益激烈的国际竞争中，世界各地

遵循成本效益原则形成了以美国为主导的高端产品设计与关键技术制造，以日本、韩国为核

心的大众消费品生产，以及以中国台湾及大陆地区为主体的加工封装业共同发展的产业格局

。受生产要素成本以及半导体产业自身发展周期性波动的影响，世界半导体产业呈现向具有

成本优势、市场优势的发展中国家产业链转移的趋势。作为经济高速增长的发展主体，我国

依托庞大的市场需求及生成要素成本优势成为国际半导体产业转移的主要目的地，以欧美、

台湾地区为主的大型半导体制造业通过OEM、并购、合资等多种方式向我国转移半导体产业

。智研数据研究中心发布的《2013-2017年中国半导体运行态势与投资前景评估报告》共十二

章。在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家经济信息

中心、中国半导体行业协会、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及半导体

专业研究单位等公布和提供的大量资料。本半导体行业报告，对我国半导体的行业现状、市

场各类经营指标的情况、关联产业的发展状况、重点企业状况、产业竞争格局等内容进行详

细的阐述和深入的分析，着重对半导体市场发展动向作了详尽深入的分析，对半导体未来的

发展趋势作了审慎的判断，为半导体产业投资者寻找新的投资机会。最后阐明半导体行业的

投资空间，指明投资方向，提出研究者的战略创新建议，以供投资决策者参考。
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